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公司簡介 財務資訊
公司發展沿革與核心產品業務

產業趨勢與市場成長動能

公司營運成果與財務表現

公司競爭優勢與發展動能
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股票名稱 新聿科

股票代號 7912

本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素對過去、現在
及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論述將受風
險、不確定性及推論所影響部分將超出我們的控制之外，
實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。

所提供之資訊包含對未來的看法並未明示或暗示地表達或
保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、
產業狀況及後續重大發展之完整論述。

本簡報中對未來的展望反應公司截至目前為止之看法。這
些若有任何變更或調整時本公司並不負責隨時提醒及更新。



01.公司簡介
公司發展沿革與核心產品業務
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成立時間

董事長

員工人數

總部據點

總經理

資本額

2010. 03

凃俊宏

172+

台灣新北

蔡志遠

新台幣2.22億元

公司簡介



台灣總部

(新聿科技)

創立日期：2010年3月23日

⚫ 地址：新北市土城區

⚫ 員工人數: 59位
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大陸中山廠

(中山新聿科技/中山新聿電子)

• 土地面積：9,120平方米

• 廠房面積：8,623平方米

• 地址：廣東省中山市

• 員工人數: 113位

泰國廠 建廠中

(新聿泰國)

⚫ 土地面積：51,200平方米

⚫ 廠房面積：4,800平方米(第一期)

⚫ 地址：泰國春武里府

⚫ 員工人數: 籌備中

全球據點布局
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董事長
凃俊宏

國立陽明交通大學管理學院碩士
高創科技(股)公司業務副總

總經理
蔡志遠

國立臺北科技大學經營管理學院碩士
高創科技(股)公司業務經理

研發中心副總經理
黃俊發

國立臺灣大學職業醫學與工業衛生研究所碩士/
物理學系學士
居磁工業股份有限公司技術長

應用工程副總經理
蕭瑞峯

國立臺灣科技大學電機工程學系碩士
聯想全球伺服器電源策略研發資深經理

產品開發處處長
王德兵

常州大學機械設計製造及其自動化學系
台灣乾坤吳江華豐電子科技有限公司 研發部課長
華萃微感電子(江蘇)有限公司 研發部總監

主要經營團隊



2010 成立臺灣總部

2011
策略合作IC設計-高通, 博通, 聯發科, 瑞昱,
群聯, 慧榮
儲存客戶合作-SK Hynix

2014
布局伺服器及網通市場
合作NVIDIA GPU顯示卡

2016 客戶合作-緯創資通

2019 客戶合作-緯穎科技
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公司歷史沿革



2021
客戶合作-廣達
布局低軌衛星O-RAN

2022 DDR5電感正式交貨客戶

2023 TLVR正式交貨伺服器客戶

2024 客戶合作- 微星

2025
技嘉成為策略股東
NVIDIA Blackwell大量出貨
通過AMD Venice認證

2026
電源模組設計美系客戶
通過NVIDIA Vera Rubin認證 Z
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公司歷史沿革



模壓*

一體成型功率電感

應用

• 通用型伺服器 / AI 運算伺服器

• 網路通訊設備 / 高階交換機

• 固態硬碟 / DDR5 模組

• PC 周邊產品 ( MB / VGA / IPC )

組裝*

高電流功率電感
電源模組*
V P D  垂直供電
4 8 V  B R I C K  1 K W ~ 3 K W
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應用

• 通用型伺服器 / AI 運算伺服器

• 高效能運算處理器 / AI 圖形處理器

• 高階交換機 / 工業電腦

應用

• 客製化運算晶片 / AI 運算伺服器

• 高效能運算處理器 / AI 運算加速器

核心產品 精準覆蓋應用需求



AI晶片供應鏈 AI代工廠組裝 CSP用戶
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深度參與A I供應鏈 聚焦核心節點



02.市場趨勢
產業趨勢與市場成長動能
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全球市場規模預估將由2024年1,248億美元成長至2030年8,542億美元，年複合成長率約 38.7%。

from GRAND VIEW RESEARCH

“ ”

伺服器市場高速成長 推升高階電感用量
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A I運算升級，推動電源與電感價值重構

高功率密度資料中心架構

GPU / ASIC 算力成長
高電流 / 高效率電源設計

AI 終端應用持續擴展

高效率 / 高頻 / 低損耗設計
TLVR / VPD 導入、瞬態反應提升

新世代電源架構升級

AI應用延伸至伺服器、網通相關應用
電源管理架構複雜升級，設計門檻提升

電感產業邁向高附加價值化

高電流 / 高頻 / 高可靠度
技術門檻提高、毛利結構優化
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TLVR 及高功率電感優點

適用於高功率、大電流 及 快速瞬態響應 的環境設計

專為 AI 伺服器、資料中心的 CPU / GPU / ASIC 供電設計，能提供極快的負載瞬態響應。

Low 
Loss

High 
Freq.

High 
Temp.

High 
Bs

Eagle Stream Birch Stream Oak Stream

Genoa Turin Venice

20262023

ZBVF070560C185NMY
ZEVB100512F1R11KN

ASIC

ZEVA120512F1

ZEVL100612F1
ZEVA120611F2

ZEVE120611F1
ZEVE120512F1

ZBSP100860C1    ZBSQ080560C1
ZBWT050460C1

Hopper Blackwell Rubin

ZEVA110813F1
ZEVA100612F2

ZBSQ050560C168NMB

電源架構升級 帶動高階電感需求成長



03.財務資訊
公司營運成果與財務表現
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單位：
(新台幣千元)

2024年 2025年 年變化

營業收入 656,207 1,023,975 56%

營業成本 470,913 694,650 48%

營業毛利 185,294 329,325 78%

毛利率 28% 32% 14%

營業費用 146,612 178,137 22%

營業淨利 38,682 151,188 291%

營業淨利率 6% 15% 150%

業外收支 17,062 (5,887) -135%

本期淨利 43,168 113,944 164%

稅後淨利率 7% 11% 57%

EPS 2.47 6.15 149%

綜合損益表
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營收高速成長 –  驅動業績的新引擎

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2024年 2025年

656,207

1,023,975

年營收對比YOY

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2025年1~2月 2026年1~2月

144,598

235,801

最新營收對比YOY

56% 成長 63% 成長
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23.88%

41.05%
47.16%

33.74%

21.81%

22.58%

21.44%
17.90%

18.42%

20.94% 19.24%
11.84%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2023年 2024年 2025年

Others

PC (VGA/NB/IPC)

Storage

AI (Server/Networking)

營收表現 –  應用領域占比



04.投資亮點
公司競爭優勢與發展動能
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開發能力

 IC 設計廠合作、支援客戶產品開發、
具備設計及應用整合能力

完整產業布局

雲端伺服器、儲存設備、
網通設備、工業電腦

全自動化產線

穩定產品品質、提升產能效率、
強化量產交付能力

智慧化工廠

製程即時監控、數據化品質管理、
提升製造效率與良率

即時支援客戶

原廠技術服務、
代理商與區域網絡服務據點

核心業務競爭優勢

自有研發中心

材料應用技術、
結構設計開發能力
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測包

組裝 & 熱壓

滾噴剝漆電鍍

E/I Core 成型 主線圈沖壓成型 次線圈沖壓成型 雙線圈組裝

高效型生產模組製造流程
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快速複製產線

• PLM ×  MES ×  WMS ×  IoT 標準化製程與設備參數

• 串接 ERP (SAP) 與數據中台，加速建線導入

• 支援跨廠區快速複製，縮短量產爬坡時間

品質穩定管控

• 以 MES 為核心，統一品質與製程管控

• 整合 IoT 設備數據，即時監控與異常預警

• 建立全流程追溯與大數據分析，確保品質穩定

智慧製造能力

支撐擴產規模化
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深化 AI 伺服器電源應用布局
聚焦AI伺服器高功率電源應用
提升高階產品比重與整體營收規模

推動高階電感技術升級
強化材料與結構設計能力
提升產品ASP與技術門檻

拓展高成長應用市場
持續擴大AI Server、DDR5模組、800G交換器
市場滲透率與出貨規模

01 

05 

06 

技術領先 ×  客戶深化 ×  市場拓展 ×  製造能力→驅動營收成長與獲利提升

深化客戶設計合作模式
深化與國際系統廠及電源設計客戶合作
提升設計導入Design-in 成功率與黏著度

強化全球市場服務能力
完善全球服務與技術支援網絡
擴大國際市場版圖與客戶基礎

推動智慧製造與品質管理升級
持續優化自動化、模組化與數據化製造能力
提升生產效率，優化毛利結構

02 

03 

04 

05 

06 

成長策略與未來動能



THANK YOU
+886-919-780-983

ir@zenithtek.com.tw

www.zenithtek.com.tw
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	Slide 1
	Slide 2: 目錄
	Slide 3: 免責聲明
	Slide 4: 01.公司簡介 
	Slide 5: 公司簡介
	Slide 6
	Slide 7: 主要經營團隊
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12: 02.市場趨勢 
	Slide 13: 全球市場規模預估將由2024年1,248億美元成長至2030年8,542億美元，年複合成長率約   38.7%。
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16: 03.財務資訊  
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20: 04.投資亮點   
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25: THANK YOU

